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DIE ZUKUNFT IM BLICK

Stillstand ist nichts fir uns. Das zeigt sich auch dieses Jahr wieder, wenn wir uns bei Quality Analysis umschauen. In dieser Durchblick-Ausgabe nehmen wir Sie mit auf einen kleinen
Rundgang und zeigen Ihnen unsere neuen Systeme, Gerate und Analysemethoden. Sie werden Uberrascht sein, wie viele Neuerungen und Erweiterungen wir bereits implementiert haben.
Neben unserem geplanten Erweiterungsbau und einem neuen Labor erwarten Sie Analysen im Sub-Mikrometerbereich, groRartige neue Extraktionsmaoglichkeiten in der Technischen
Sauberkeit und vieles mehr. Besuchen Sie uns doch einfach vor Ort und schauen Sie sich alles an: lhre Einladung zu unserem Kundentag finden Sie auf Seite 4. Bis bald, wir freuen uns auf Sie!

Editorial Josef Faigle
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NICHTS IST SO BESTANDIG, WIE DER WANDEL

Erweiterungen, Ausbau, neue Systeme und Analysen fir mehr Leistungsfahigkeit

Ist es nicht erstaunlich? Das obige Zitat
zur Bestandigkeit des Wandels stammt
von Heraklit, der rund 500 Jahre v. Chr.
lebte. Und es ist heute so aktuell, wie da-
mals: panta rhei, alles flie3t. E-Mobility,
Additive Manufacturing, Out-Sourcing
von Dienstleistungen, kurze Reaktions-
und Vorlaufzeiten - das sind nur einige
der Schlagworte, die den Industriesektor
derzeit beschaftigen. Gerade diese aktu-
ellen Transformationsprozesse fordern
auch uns als qualifizierten und schlag-
kraftigen Dienstleistungspartner. Unsere
Antwort: Wir erweitern unsere Kapazitaten

und unsere technologischen Maoglich-
keiten fur High-Tech-Analysen und pas-
sen unsere Methoden permanent an die
neuen Anforderungen an. In allen Fach-
bereichen implementierten wir neue
Analyse-Systeme und stellten neues Fach-
personal ein. Neue Analysemethoden
wie Nano-CT und korrelative Workflows
mit unsrem neuen FIB-SEM werden unser
Tagesgeschaft werden.

Durch die Kombination im korrelativen
Workflow verknlpfen wir verschiedenste
Analysemethoden Uber alle Fachbereiche
und Systeme hinweg. Das ermoglicht uns

neue, spannende, umfassende und in-
teressante Analysen und fuhrt die Er-
gebnisse zu einer ganz neuen Aussage-
kraft - ein echter Mehrwert fUr unsere
Kunden. Auch steht uns und unseren
Kunden zukunftig ein komplettes che-
misches Labor fur die Ermittlung der
filmischen Oberflachenverunreinigung
zur Verfigung. Eine allumfassende, um-
fangreiche Dienstleistung mit einzigarti-
ger Performance getreu unserem Motto
DIE BREITE. DIE TIEFE. DIE DYNAMIK.
wird weiterhin unser Bestreben sein. Darin
bleiben wir uns bei allem Wandel treu.

Uberzeugen Sie sich von unserer Leistungs-
fahigkeit und besuchen Sie uns auf unse-
rem Messestand auf der Control 2019 in
Stuttgart oder bei unserem Kundentag am
17. Mai 2019 in unserem Dienstleistungs-
zentrum Ndartingen. Sie sind herzlich ein-
geladen!

Herzlichst,

JOSEF FAIGLE
Geschaftsfuhrer

DAS GANZE SPEKTRUM DER INDUSTRIELLEN QUALITATSSICHERUNG
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Der zerstérungsfreie Blick ins Innere
lhres Bauteils: Analyse der inneren und
auBeren Beschaffenheit von Bauteilen
mit hochauflésenden CT-Anlagen in Leis-
tungsklassen von 10 - 450 kV und einer

Auflésung von 70 nm - je nach Material
und GroRe.
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INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

TAKTIL, OPTISCH

ODER MIT CT @

Fur jede Aufgabe das perfekte Messver-
fahren: Hochprazise Messung von Werk-
stlicken, Erstmustern und Serienbauteilen.
Passend zu lhrer Messaufgabe Uberpri-
fen wir MaRhaltigkeit und Oberflachen-
gute mit dem passenden Verfahren oder
kombinieren verschiedene Methoden. Fiir
ein perfektes Mess- und Analyseergebnis.

UMFASSEND UND

REPRODUZIERBAR SAUBER

Qualitatsvorsprung durch Technische
Sauberkeit: Erfassung und Analyse vor-
handener partikularer und filmischer
Verunreinigung an funktionsrelevanten
Bauteilen, Baugruppen, Systemen und
Fluiden. Fur Kleinstbauteile bis hin zu
grofBen Baugruppen bis 100 kg.

HOCHAUFLOSEND B
UND AUSSAGEKRAFTIG U

Umfassende mikroskopische Unter-
suchung von Materialien zur Geflge-
untersuchung, Schadensanalyse und
Ursachenforschung, Schweifl3naht-
und Harteprufung, chemische Ele-
mentanalyse (EDX) sowie RAMAN- und
FT-IR-Spektroskopie.
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Exzellente Auflésung im Sub-Mikrometer-
bereich, hohe Kontraste und eine detaillierte
Darstellung von Mikrostrukturen: Unser
neues hochauflésendes 3D-Rontgenmik-
roskop ZEISS Xradia 520 Versa von ZEISS
erweitert die Moglichkeiten fir CT-Unter-
suchungen im Mikro- und Nanometerbe-
reich. Wahrend wir mit unserem bisherigen
Maschinenpark 3,5 pm als kleinstmaogliche
Auflésung erreichen konnten, liegt bei der
neuen Anlage die minimale Voxelgrof3e bei
70 nm, sprich 0,07 um. Damit schlieRen wir
die Lucke zur hochauflésenden Materialmik-
roskopie. Das ist fir unsere Kunden beson-
ders hilfreich bei der Analyse und hochauf-
|6senden Visualisierung von Material- und
Bauteileigenschaften.

Die zerstorungsfreie Bildgebung im Sub-Mi-
krometerbereich lasst sich in vielen Berei-
chen einsetzen: Elektronik- und Halblei-
terkomponenten, Kunststoffanalytik,
Analyse von Beschichtungen, Additive
Fertigung, Materialwissenschaften und
Biowissenschaften. Mittels integriertem
14-fach-Autoloader kénnen wir auch Mess-

reihen effizient und effektiv durchfihren.
Ein grolRer Vorteil dieses Mikroskops ist die
exzellente Auflésung fir ein breites Spekt-
rum an Probenarten, -gréf3en und Arbeits-
abstanden. Die ZEISS Xradia 520 Versa be-
sitzt patentierte Rontgendetektoren sowie
einen Objektivrevolver mit mehreren Objek-
tiven und einem automatischen Filterwech-
sel mit bis 20 verschiedenen individuellen
Filtern. So kénnen wir fur unsere Kunden
verschiedene VergroRerungen erzielen, ab-
hangig von GroRe und Material der Probe.

+ ANWENDUNGSBEISPIELE +

%)) NANO-CT: NEUE ANALYSEN FUR MIKROSTRUKTUREN

HOCHAUFLOSENDE UND ZERSTORUNGSFREIE BILDGEBUNG IM MIKRO- UND NANOBEREICH

+ TECHNISCHE DATEN VERSA 520 +
* Erzielbare Voxel-MindestgroRe: 70 nm

(VoxelgroBe an Probe bei maximaler VergrélRerung)
» Spannungsbereich der Elektronenquelle: 30 - 160 kV
+ Maximale Leistung der Elektronenquelle: 10 W

 ProbengréfRe: 300 mm
* Probengewicht: 25 kg
+ 4-Achsen-Technologie mit 360°-Rundtisch
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Bei Lithium-lonen-Batterien kdnnen wir beispielsweise mit Langsschnittstudien Alterungseffekte auf der Kornebene der Kathode Uber-
prufen. Dazu kommen hochaufldsende Sicherheits- und Qualitatsprafungen.

Fur Elektronik- und Halbleiter konnen wir Struktur- und Schadensanalysen sowie Konstruktionsanalysen durchfihren. Wir kdnnen Leiter-
platten analysieren, Module, Packages und Verbindungen untersuchen und Schaden in Sub-Mikrometerauflésung charakterisieren.

In der Additiven Fertigung bieten sich detaillierte Form-, Gré8en- und Volumenerteilungsanalysen von Partikeln im Pulverbett an, um die
Prozessparameter zu bestimmen. Die hochauflésende Bildgebung ist auch ideal fir mikrostrukturelle Analysen von AM-Teilen. So erkennen
wir beispielsweise nicht geschmolzene Partikel, Einschlisse oder Delaminationen.
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(¥Y) MEHR ANALYSEN. GENAUERE ERGEBNISSE

MASCHINENPARK ERWEITERT FUR NOCH BESSERE MESSUNGEN

Schnell, hochprazise und wirtschaftlich:
Wir haben sehr hohe Anforderungen an
unseren Maschinenpark. Genau wie Sie!
Deshalb haben wir unsere technische Aus-
stattung erneut um folgende Neuzugange
erweitert: ZEISS Contura 10-12-6, ZEISS
Accura 12-18-10, Mitutoyo Crysta Apex
12-20-10 und die ZEISS Accura 12-30-10.

Was bedeutet das fur Sie? Genauere
Analysen fiir noch mehr Bauteilgro-
Ben! Wo der Schuh auch drickt, wir sind
far Sie da und finden die Lésung. Mit
hochprazisen Messungen von Werkstl-
cken, Erstmustern und Serienbauteilen.
Fur Klein- bis GroBBbauteile jeglichen Ma-
terials und Gewichts.

Prazise Analysen, die Sie weiterbringen
Sie mdchten lhre Kapazitaten anderweitig
nutzen und brauchen eine schnelle, effi-
ziente Lésung fur lhre Messaufgabe?
Nutzen Sie unser umfassendes mess-
technisches Know-how als Grundlage ftir
lIhre sichere Produkt- und Prozessent-
wicklung, Erstbemusterung sowie als
Basis fiir die Prozessiiberwachung und
Requalifizierung.

Dreifach gut: Kombiniertes Mess-
verfahren Bei uns erhalten Sie hoch-
prazise, wirtschaftliche Mess- und
Analyseergebnisse, die offene Fragen be-
antworten, Probleme losen und Sie wei-
terbringen. Bei Bedarf kombinieren wir
dazu die taktile und optische Messtech-
nik sowie die 3D-Computertomographie.

Besser heute als morgen?

Sie erhalten rasche und zuverlassige Mess-
ergebnisse dank hoher maschineller und
personeller Kapazitdten - auch fur Serien-
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messungen mit hohen Stuckzahlen, Erst-
bemusterungen, Soll-Ist-Vergleiche sowie
Oberflachen-, Kontur- und Lohnmessungen.

+ ANWENDUNGSBEISPIELE +

* Messprogrammerstellung fr ZEISS
Calypso und Mitutoyo MCOSMOS

+ Geometrische Prufung von Mal3haltigkeit,
Regelgeometrien und Freiformflachen

* Rauheits- und Konturmessung

+ Messung und normgerechte Auswertung
von Innen- und AuBenverzahnungen

* Konstruktion, Entwicklung und Bau
von Messvorrichtungen

Mitutoyo ZEISS ZEISS ZEISS Mitutoyo ZEISS ZEISS Prismo ZEISS ZEISS Prismo Mitutoyo ZEISS
Crysta-Apex O-Inspect Contura Accura Euro-C Apex Contura Naviagtor Accura Naviagtor Crysta-Apex Accura
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2D- und 3D-Ansichten der Innenstruktur einer Lithium-lonen-Batterie im 3D-Rontgenmikroskop ZEISS Xradia 520 Versa Bildquelle: Carl Zeiss AG

Carl Zeiss AG, Mitutoyo Deutschland GmbH

KORRELATIVER WORKFLOW:
NANO-CT UND FIB-SEM

Zusatzlich zur ZEISS Xradia 520 Versa
haben wir unseren Maschinenpark um
ein weiteres Gerat erganzt: Das ZEISS
Crossbeam 350 ist ein hochauflésendes
Rasterelektronen-Mikroskop (REM), das
zusatzlich einen fokussierten lonenstrahl
(Ga-FIB) und einen integrierten Femto-
sekundenlaser der nachsten Generation
enthalt. So erhalten wir Einblicke in das In-
nere einer Probe und kénnen gleichzeitig
mit dem lonenstrahl Material in kleinsten
Mengen lokal abtragen und damit diese
Querschnitte der Probe direkt flir das REM
freilegen. Auch hier kénnen wir Proben in
hoéchster Auflésung in 3D abbilden.

Hochauflésende Analysen

Durch den korrelativen Workflow zwi-
schen Nano-CT und FIB-SEM stehen uns
vielfaltige Untersuchungs- und Analyse-
moglichkeiten zur Verfugung. Nehmen wir
zum Beispiel eine Lithium-lonen-Batterie:
Im Réntgenmikroskop (XRM) erhalten wir
verschiedene 2D- und 3D-Ansichten der
Batterie und kénnen auf Kornebene die
Verteilung des aktiven Kathodenmaterials
zerstorungsfrei untersucht. Die Vertei-
lung, Homogenitat und Dichte des aktiven
Materials sind wichtige Parameter, um die
Leistungsfahigkeit der Batterie zu bestim-
men. Im korrelativen Workflow haben wir
nun die Moglichkeit, auffallige Stellen mit
noch hoherer Auflésung weiter zu ana-
lysieren. Die detektierten Stellen kénnen
wir gezielt im Crossbeam praparieren und
analysieren. Durch verschiedene Detekto-
ren kénnen wir weiterhin beispielsweise
Materialkontraste visualisieren und durch
ein qualitatives Mapping analysieren.

Region of Interest, XRM-Aufnahme

Visualisierung und Analyse von Materialkontraste mittels In-lens, EsB- und EDX-Detektor

Bildquelle: Hochschule Aalen, Institut fiir Materialforschung: Christian Weisenberger, Andreas Kopp, Timo Bernthaler, Gerhard Schneider

+ TECHNISCHE DETAILS CROSSBEAM 350 +
* Spezifische Ortsauflésung (SEM): 0,8 nm bei 30 kV; 0,9 nm

bei 15 kV; 1,7 nm bei 1kV

* Spezifische Ortsauflésung (FIB): 3 nm bei 30 kV; 120 nm bei 1kV
+ Detektoren: Inlens Duo fur sequenzielles SE/EsB-Imaging,

SESI-lonendetektor und EDX-Detektor

* Probenkammer: 330 mm Innendurchmesser, 270 mm Hohe

,Durch den korrelativen Workflow und neue Gerdte

bieten wir unseren Kunden jetzt umfassende Moglichkeiten

* Maximaler Verfahrweg: x,y =100 mm, z=55 mm

der Nano-Analytik.”

JOSEF FAIGLE
Geschaftsfuhrer
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OPTISCHE 3D-DIGITALISIERUNG

FUR SCHNELLE UND SICHERE MESSABLAUFE

Gerade fur einen wettbewerbsfahigen
Werkzeugbau sind verkurzte Anlaufzeiten
und verbesserte Qualitat entscheidende
Erfolgsfaktoren. Mit unserem berthrungs-
losen 3D-Scanner GOM ATOS Triple Scan
unterstiitzen wir unsere Kunden in vielen
Bereichen.

So kann die optische Messtechnik zum Bei-
spiel Entwicklungszeiten effizient ver-
kurzen. BerUhrungslos und in kurzer Zeit
erfasst der Scanner alle relevanten Aul3en-
geometrien anstatt einzelner Messpunkte
und stellt die Oberflache vollflachig dar.
Auch fur Kunststoffbauteile ist der
3D-Scanner ideal. Denn gerade hier kom-
men neben den Regelgeometrien immer
mehr Freiformflaichen zum Einsatz.
Durch die hohe Punktedichte erfasst der
Scanner auch groRe Bauteilgeometrien
schnell und mit hoher Auflésung. Optimal
geeignet ist die optische 3D-Digitalisie-
rung auch fur Soll-Ist-Vergleiche: Gemes-
sene Ist-Daten vergleichen wir dabei mit
CAD-Daten. Die Abweichungen werden in
Falschfarben dargestellt, sodass auf den
ersten Blick ersichtlich ist, an welchen Stel-
len KorrekturmalBnahmen vorgenommen
werden massen.

Die Messfelder fur Kleinst- bis Gro3bau-
teile reichen von 10 mm bis zu 2,5 m. Ein
grolBer Vorteil unseres 3D-Scanners ist die
mobile Einsetzbarkeit. Bei grolRen Bauteil-
geometrien oder nicht transportfahigen
Bauteile kommen wir auch gerne zu Ihnen
und messen vor Ort.

Korrelativer Workflow mit CT

Die flachenhaften und punktgenauen
Analysemaoglichkeiten bieten eine wert-
volle Erganzung zur Industriellen Com-
putertomographie. Schwer durchdring-
bare Bereiche eines Bauteils kdnnen wir
beispielsweise mit dem 3D-Scanner fla-
chenhaft und punktgenau erfassen. Wir
ersetzen diese einzelnen Bereiche durch
optische Aufnahmen und steigern da-
durch die Qualitat unserer Messdaten und
Ihrer Analyseergebnisse.

+ ANWENDUNGSBEREICHE +

* Erfassung aller zuganglichen
AuBBengeometrien, wie zum Beispiel
Freiformflachen

* Vollstandige Bauteilanalyse und
frihzeitige Trendanalyse innerhalb
der Serienfertigung

* Wertvolle Erganzung zur
taktilen Messtechnik und zur

3D-Computertomographie

+ TECHNISCHE DATEN +
+ Kamerasystem: 2x 8-Megapixel,

3296x2472 Pixel

* Messfelder & Auflésungsgenauigkeit:
100 x 75 mm2: 0,03 mm
320 x 240 mm2 0,1 mm
700 x 530 mm2 0,2 mm

» Automatischer Drehtisch mit Dreh-
und Schwenkeinheit fur Kleinteile
(max. Belastung: 5 kg)

* Drehtisch mit stabilem Saulenstativ
fur Grol3bauteile (max. Belastung 100 kg)

* Mobil einsetzbar



NEUE EXTRAKTIONSMOGLICHKEITEN IN DER TECHNISCHEN SAUBERKEIT

ULTRASCHALL, SHAKER UND EXTRAKTION AUF WASSRIGER BASIS FUR NOCH MEHR EXTRAKTIONSMOGLICHKEITEN
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Um Partikel auf Bauteiloberflachen zu untersuchen, missen wir sie zuerst von
diesen |6sen. Diese Partikelgewinnung wird als Extraktion bezeichnet. Uns stehen
verschiedene Methoden zur Verfigung, mit denen wir Restschmutz extrahieren und
in ein flussiges Medium uberfUhren kdnnen. Die abgespulten Partikel sammeln wir
auf einer Filtermembrane und bereiten sie so fur die weitere Analyse vor. Um unsere
Analysen kinftig fir ein noch breiteres Bauteilspektrum anbieten zu kénnen, haben wir
in weitere Extraktionssysteme investiert:

_AUSBLICK

Ultraschallextraktion

Zwei neue Ultraschall-Reinigungsgerate von ELMA erweitern hier das Spektrum. Der
Vorteil der beiden Gerate ist, dass sich die Ultraschallfrequenzen (25 kHz/45 kHz) in
nur einem Gerat umschalten lassen. Neben der intensiven oder schonenden Reinigung
kénnen wir bei der Beschallung zwischen SWEEP, PULS und DEGAS auswahlen, je nach
Anforderung und Bauteil. Das Ultraschallverfahren eignet sich besonders fiir Kleinteile
und Bauteile, bei denen alle Oberflachen untersucht werden sollen. Mitden beiden neuen
Geraten schlieBen wir die Licke zwischen unseren bestehenden Systemen und kénnen
nun auch Partikel von mittelgroRen Bauteilen bis 40 kg und maximaler BauteilgréRe bis
550/600/458 mm extrahieren.

Novum: Extraktion auf wassriger Basis

Zwei neue Spulkabinette erganzen unsere Extraktionskabinette fur Gro3- und Kleinteile.
Das Becken eignet sich fur Bauteile bis 15 kg mit einer GréRe von 700 x 600 mm flr
kombinierte Extraktionsmoglichkeiten wie Spulen, Spritzen, Fluten inkl. Ultraschallbecken
von 300 mm. Beide neuen Extraktionskabinette verfligen Uber einen separaten Innenspul-
Kreislauf, mit dem wir Leitungen und Bauteile direkt auf einen zweiten Membranhalter
spulen. So kénnen wir kinftig kontinuierliche Spulkreisldufe Gber langere Zeitspannen
durchfihren und Blindwerteinflisse reduzieren.

Wahrend bei einem der Systeme auch weiterhin auf die Extraktion mit Lésungsmittel
gesetzt wird, erfolgt beim anderen System die Extraktion auf wassriger Basis. Dies
ist insbesondere bei sensiblen Oberflachen, wie z.B. Elastomeren, Polymeren oder
Dichtungen von groBem Vorteil. Die wassrige Losung schont die empfindlichen
Oberflachen, auBerdem generiert sie keine nicht-relevanten Partikel aus dem Bauteil.

Shaker fir oszillierende und rittelnde Anregung

Mit unserem neuen Shaker-System fur Lasten bis 85 kg kdnnen wir nun auch Bauteile wie
z.B. Tanksysteme, Gehausekomponenten etc. effizient und reproduzierbar analysieren.
Das Prufmedium wird zusatzlich zu den Ublichen Extraktionsmethoden in das Bauteil
eingeschlossen. Durch programmierbare Schittelbewegungen werden Partikel von
der inneren Oberflache der Komponenten gelést und in die FlUssigkeit Ubertragen.
Durch das Schiitteln reinigt die Flussigkeit auf mechanischem Wege die anhaftenden
Partikel aus verschiedenen Richtungen. Gleichzeitig werden dadurch Schattenzonen und
Hinterschneidungen erreichbar. Abgeldste Partikel werden in der Schwebe gehalten. Der
robuste Shaker eignet sich fur eine hohe Beladung mit bis zu 85 kg, die Schuttelflache
betragt 760 x 600 mm.

KUNDENTAG 2019

E-FAHRZEUGE AUF DEM PRUFSTAND
QUALITATSICHERUNG IN DER ELEKTROMOBILITAT

LESEN SIE IN DER NACHSTEN AUSGABE:

Es geht elektrisch in die Zukunft: In unserer nachsten Ausgabe berichten wir von unserem Kundentag mit dem Fokusthema ,Qualitatssicherung in der Elektromobilitat”.
Lesen Sie, welche Lésungsansatze es fur die ganzheitliche Qualitatssicherung des gesamten Antriebsstrangs gibt und worauf es kinftig ankommen wird. Dartber hinaus zeigen
wir lhnen Anwendungsbeispiele fiir die Produkt- und Prozessentwicklung im Bereich E-Mobility. AuBerdem hielten Redner von Zeiss, Porsche und anderen Partnerfirmen

spannende Vortrage, von denen wir ebenfalls in der nachsten Ausgabe berichten werden.

Die nachste Ausgabe erscheint im Juni 2019.

Tragen Sie sich einfach unter www.qa-group.com/de/newsletter.html flr unseren Newsletter ein und Sie erhalten die neueste Ausgabe immer pixelfrisch in Ihr Postfach geliefert.
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